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(54) 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구 및 본딩 장치에서의 옵셋측정방법

요약

  옵셋 측정기구 및 옵셋 측정방법에서, 옵셋 측정을 장기적으로 안정하게 행하는 것이다.

  위치 검출용 카메라(24)의 물체면은, 가상상의 본딩 작업면(60)의 위에 설치되고, 촬상면(72)내의 촬상소자(70)의 상

(78)을 본딩 작업면(60)상에 투영한다. 또, 본딩 툴(28)의 선단은 본딩 작업면(60)에 맞추어진다. 옵셋 측정용 카메라(18)

의 물체면은, 본딩 작업면(60)의 위에 설정되어, 본딩 작업면(60) 위의 상을, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)의 촬상

소자(80)에 투영한다. 촬상소자(80)는, 투영된 위치 검출용 카메라(24)의 촬상소자의 상 또는 본딩 툴의 선단의 상을 검출

하고, 각각 제어 블록의 촬상위치 또는 툴의 위치 측정부에 출력한다.

대표도

도 3

색인어

본딩 헤드, 이동기구, 카메라, 경사 산출부, 촬상소자, 광학렌즈, 기준부재, 하프 미러.

명세서

도면의 간단한 설명
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  도 1은 본 발명에 관계되는 실시형태의 옵셋 조정 기구를 구비한 본딩 장치의 블록도이다.

  도 2는 본 발명에 관계되는 실시형태의 옵셋 조정 기구를 구비한 본딩 장치의 부분사시도로, 옵셋 측정의 모양을 개념적

으로 도시하는 도면이다.

  도 3은 본 발명에 관계되는 실시형태에서, 옵셋 측정용 카메라에 의해 위치 검출용 카메라의 촬상소자를 검출하는 모양

을 설명하는 도면이다.

  도 4는 본 발명에 관계되는 실시형태에 있어서, 옵셋 측정용 카메라의 촬상소자 위에 위치 검출용 카메라의 촬상소자의

상이 투영되는 모양을 도시하는 도면이다.

  도 5는 본 발명에 관계되는 실시형태에서, 옵셋 측정용 카메라에 의해 본딩 툴의 선단을 검출하는 모양을 설명하는 도면

이다.

  도 6은 본 발명에 관계되는 실시형태에서, 옵셋 측정용 카메라의 촬상소자 위에 본딩 툴의 선단이 투영되는 모양을 도시

하는 도면이다.

  도 7은 본 발명에 관계되는 실시형태에서의 옵셋 측정의 플로차트이다.

  도 8은 본 발명에 관계되는 실시형태의 옵셋 측정에서, 옵셋 측정용 카메라의 촬상소자 위에서의 상의 모양을 도시하는

도면이다.

  도 9는 다른 실시형태에서의 옵셋 측정용 카메라에 의해 위치 검출용 카메라의 촬상범위의 기준위치를 검출하는 모양을

설명하는 도면이다.

  도 10은 다른 실시형태에서, 옵셋 측정용 카메라 촬상소자 위에 측정용 기준부재의 상이 투영되는 모양을 도시하는 도면

이다.

  도 11은 본 발명에 관계되는 실시형태에서, 이동 기준축과 측정 기준축 사이의 경사를 구하는 모양을 도시하는 도면이다.

  도 12는 본 발명에 관계되는 실시형태에서, 측정 기준축과 배치 기준축 사이의 경사를 구하는 모양을 도시하는 도면이다.

  (부호의 설명)

  10: 본딩 장치 12: 본딩 헤드

  14: 이동기구 18: 옵셋 측정용 카메라

  20: 제어 블록 24: 위치 검출용 카메라

  28: 본딩 툴 30: 피본딩부품

  42: 촬상위치 측정부 44: 툴 위치 측정부

  46: 옵셋 산출부 48: 제 1 배율 산출부

  49: 제 2 배율 산출부 50: 제 1 경사 산출부

  52: 제 2 경사 산출부 54: 이동기구 제어부

  60: 본딩 작업면 62: 옵셋

  70, 80: 촬상소자 72, 82: 촬상면
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  74, 84: 광학렌즈 90: 측정용 기준부재

  92: 하프 미러

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은, 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구 및 옵셋 측정방법에 관한 것이며, 특히 본딩 장치에서의 위치 검출용 카메라

와 본딩 툴 사이의 옵셋을 측정하는 옵셋 측정기구 및 옵셋 측정방법에 관한 것이다.

  예를 들면 반도체 디바이스와 회로기판 사이를 가는 와이어로 접속하는 와이어 본딩 장치에서는, 반도체 디바이스상의

본딩 위치를 위치 검출용의 카메라로 검출하고, 그 위치에 본딩 툴을 이동시켜서 본딩 작업을 행한다. 이 경우, 본딩 툴의

축심을 위치 검출용 카메라의 광축과 일치해서 배치하면, 위치 검출의 시야의 방해가 되므로, 통상은 위치 검출용 카메라

와 본딩 툴과는 소정의 거리만 이격하여 배치된다. 이 위치 검출용 카메라의 광축과 본딩 툴의 축심 사이의 소정의 거리는

옵셋이라 불리며, 본딩 작업에서의 위치 결정의 기준이 되는 중요한 양이다. 그러나, 이 옵셋은, 본딩 작업시에서 고온의

본딩 스테이지로부터의 복사열이나 광학계에서의 발열 등, 혹은 본딩을 위한 이동 부분에서의 마모 등의 경시 변화에 의

해, 시시각각 변화된다.

  그래서, 특허문헌 1에서는, 본딩 장치에 대해 고정된 레퍼런스 부재와, 레퍼런스 부재를 관찰할 수 있는 옵셋 보정용 카메

라를 설치해서 정확한 옵셋량을 구하는 방법을 개시하고 있다. 즉, 우선 레퍼런스 부재의 상방에 위치 검출용 카메라의 광

축을 이동시켜서 레퍼런스 부재와 위치 검출용 카메라와의 상대 위치를 측정한다. 다음에 소정의 옵셋량에 따라서 본딩 툴

을 레퍼런스 부재의 상방으로 이동시켜서 레퍼런스 부재와 본딩 툴과의 상대 위치를 옵셋 보정용 카메라에 의해 측정한다.

그리고 이들의 측정 결과에 기초하여 옵셋량을 보정해서 정확한 옵셋량을 구한다.

  또, 특허문헌 2에서는, 옵셋 보정용 카메라를 사용하지 않고, 위치 검출용 카메라로 레퍼런스 부재와 본딩 툴의 상대 위치

를 측정할 수 있는 방법을 개시하고 있다. 즉, 옵셋 보정용 카메라 대신에, 예를 들면 레이저 다이오드, 하프 미러, 프리즘

등의 광학부품을 배치한 광학계를 구성하여, 레퍼런스 부재와 본딩 툴의 상광(像光)을 위치 검출용 카메라로 인도하여, 위

치 검출용 카메라에 의해 레퍼런스 부재와 본딩 툴의 상대 위치를 측정한다.

  (특허문헌 1)

  일본 특허 제 2982000호 공보

  (특허문헌 2)

  일본 특개 2001-203234호 공보

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  상기 특허문헌 1, 2에 의한 옵셋량의 보정 방법은, 레퍼런스 부재를 설치하고, 그 레퍼런스 부재를 기준으로 하여, 위치

검출용 카메라의 위치 및 본딩 툴의 위치를 각각 측정하고, 그들 측정결과에 기초하여 옵셋량을 구하는 것이다. 따라서, 레

퍼런스 부재가 위치 검출용 카메라나 옵셋 보정용 카메라의 외부의 기준위치에 고정해서 설치된다. 그 때문에, 레퍼런스

부재의 더러움이 생긴다. 또, 레퍼런스 부재와 본딩 툴과의 상대 위치를 정확하게 측정하기 위해서는, 본딩 툴의 선단과 레

퍼런스 부재의 쌍방의 상을 동시에 명료하게 측정할 필요가 있고, 그 때문에, 본딩 툴을 레퍼런스 부재에 가능한 한 근접시

킨다. 이 근접 작업중에 본딩 툴이 레퍼런스 부재에 충돌하여, 레퍼런스 부재를 파손할 우려가 있다.

  이와 같이, 종래 기술의 옵셋 측정법에서는, 위치 측정의 기준이 되는 레퍼런스 부재가 외부에 노출해 있기 때문에, 레퍼

런스 부재의 오염, 파손 등의 문제가 있어, 옵셋 측정을 장기적으로 안정하게 행하기 어려운 경우가 있다.
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  또, 외부에 노출하는 레퍼런스 부재의 취급에는 주의를 요하기 때문에, 본딩 장치의 각 구성 요소의 배치에 대하여 그 자

유도가 제한되는 경우가 있다.

  본 발명의 목적은, 이러한 종래 기술의 과제를 해결하고, 옵셋 측정을 장기적으로 안정하게 행할 수 있는 본딩 장치에서

의 옵셋 측정기구 및 옵셋 측정방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

  상기 목적을 달성하기 위해서, 본 발명에 관계되는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구는, 본딩 작업면 위의 피본딩부품의 위

치를 검출하는 위치 검출용 카메라와, 상기 위치 검출용 카메라와 옵셋을 가지고 배치되는 본딩 툴과, 상기 위치 검출용 카

메라와, 상기 본딩 툴을 일체로 하여 상기 본딩 작업면에 평행한 면내에서 이동시키는 이동 수단을 포함하는 본딩 장치에

서의 상기 옵셋을 측정하는 옵셋 측정기구로서, 상기 본딩 작업면에 관하여, 상기 위치 검출용 카메라 및 상기 본딩 툴과

반대측에 배치되고, 상기 본딩 작업면측을 향하는 옵셋 측정용 카메라와, 상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라

를 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정용 카메라에 의한 상기 위치 검출용 카메라의 촬상

면의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내에서의 촬상범위의 기준위치를 구하는 촬상위치 측정 수단과,

상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시켜, 상기 본딩 툴의 툴 위치를 상기

옵셋 측정용 카메라로 측정하는 툴 위치 측정 수단과, 상기 구해진 촬상범위의 기준위치의 측정값과, 상기 툴 위치의 측정

값에 기초하여 상기 옵셋을 산출하는 옵셋 산출 수단을 구비한 것을 특징으로 한다.

  상기 구성에 의해, 옵셋 측정용 카메라에 의한 위치 검출용 카메라의 촬상면의 측정에 기초하여, 위치 검출용 카메라의

촬상면내에서의 촬상범위의 기준위치를 구하고, 본딩 툴의 툴 위치를 옵셋 측정용 카메라로 측정하여, 이들 측정값에 기초

하여 옵셋을 산출한다. 즉, 옵셋 측정용 카메라는 본딩 장치에 대하여 고정이므로, 그 측정 기준축이나 측정 기준원점을 레

퍼런스로서 사용할 수 있다. 예를 들면, 옵셋 측정용 카메라의 측정면, 예를 들면 촬상면의 기준점에 대해 위치 검출용 카

메라의 촬상범위의 기준위치를 측정하고, 본딩 툴의 툴 위치를 측정하면, 이들 측정 결과에 기초하여 옵셋을 구할 수 있다.

따라서, 오염이나 파손의 우려가 있는 외부노출형의 레퍼런스 부재를 사용하지 않고 옵셋을 산출할 수 있어, 옵셋 측정을

장기적으로 안정하게 행할 수 있다.

  또, 상기 위치 검출용 카메라는, 상기 촬상면의 서로 직교하는 촬상 기준축의 방향과 관련지어지는 서로 직교하는 소자

배치축의 방향으로 2차원 배치된 복수의 촬상소자를 가지고, 상기 촬상범위의 기준위치는, 상기 복수의 촬상소자의 2차원

배치의 기준위치인 것이 바람직하다.

  상기 구성에 의해, 촬상위치의 기준위치를 구하는데에 2차원 배치된 복수의 촬상소자를 사용한다. 2차원 배치된 복수의

촬상소자는, 그 형상, 윤곽 등에 규칙성이 있으므로, 위치의 특정을 용이하게 행할 수 있다.

  또, 본 발명에 관계되는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구는, 본딩 작업면 위의 피본딩부품의 위치를 검출하는 위치 검출용

카메라와, 상기 위치 검출용 카메라와 옵셋을 가지고 배치되는 본딩 툴과, 상기 위치 검출용 카메라와 상기 본딩 툴을 일체

로 하여 상기 본딩 작업면에 평행한 면내에서 이동시키는 이동 수단을 포함하는 본딩 장치에서의 상기 옵셋을 측정하는 옵

셋 측정기구이며, 상기 위치 검출용 카메라의 내부에 설치된 부재로서, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내에서의 촬상범

위의 기준위치에 관련지어진 위치에서 또한 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내와 다른 부재 설치위치에 설치되고, 상기

위치 검출용 카메라의 광학계에 의해, 상기 부재 설치위치에 놓인 부재의 상이 상기 본딩 작업면을 향해서 투영되는 측정

용 기준부재와, 상기 본딩 작업면에 관하여, 상기 위치 검출용 카메라 및 상기 본딩 툴과 반대측에 배치되어, 상기 본딩 작

업면측을 향하는 옵셋 측정용 카메라와, 상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를 상기 옵셋 측정용 카메라의 측

정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정용 카메라에 의한 상기 측정용 기준부재의 위치의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출

용 카메라의 상기 촬상범위의 기준위치를 구하는 촬상범위 측정 수단과, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을 상기 옵셋

측정용 카메라의 측정범위로 이동시켜, 상기 본딩 툴의 툴 위치를 상기 옵셋 측정용 카메라로 측정하는 툴 위치 측정 수단

과, 상기 구해진 촬상범위의 기준위치와, 상기 툴 위치의 측정값에 기초하여 상기 옵셋을 산출하는 옵셋 산출 수단을 구비

한 것을 특징으로 한다.

  상기 구성에 의해, 위치 검출용 카메라의 내부의 부재 설치위치에 측정용 기준부재를 설치한다. 그리고, 위치 검출용 카

메라의 광학계에 의해, 부재 설치위치에 놓인 부재의 상을 본딩 작업면을 향해서 투영하고, 옵셋 측정용 카메라에 의해 그

투영상으로부터 측정용 기준부재의 위치를 측정하고, 위치 검출용 카메라의 촬상범위의 기준위치를 구한다. 또, 본딩 툴의

툴 위치를 옵셋 측정용 카메라로 측정하고, 이들 측정값에 기초하여 옵셋을 산출한다.
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  즉, 옵셋 측정용 카메라는 본딩 장치에 대해 고정이므로, 그 측정 기준축이나 측정 기준원점을 레퍼런스로서 사용하고,

예를 들면 촬상면의 기준점에 대해 측정용 기준부재의 위치를 측정하고, 본딩 툴의 툴 위치를 측정하면, 이들 측정 결과에

기초하여 옵셋을 구할 수 있다. 따라서, 오염이나 파손의 우려가 있는 외부 노출형의 레퍼런스 부재를 사용하지 않고 옵셋

을 산출할 수 있어, 옵셋 측정을 장기적으로 안정하게 행할 수 있다.

  또, 상기 위치 검출용 카메라의 물체면과, 상기 옵셋 측정용 카메라의 물체면이 대략 일치하는 것이 바람직하다. 여기에

서 물체면이란, 광학계에서의 물체면으로, 그 광학계를 설계할 때에 관찰하는 물체가 배치되는 것을 전제로 한 면을 가리

키고, 물체면 위에 피관찰물체를 배치하면, 가장 정밀도 좋게 관찰할 수 있다. 상기 구성에 의해, 위치 검출용 카메라의 촬

상면이 그 물체면 위에 정밀도 좋게 투영되어, 그 투영상은 옵셋 측정용 카메라의 물체면에 있으므로, 정밀도 좋게 옵셋 측

정용 카메라의 촬상면에 투영된다. 따라서, 외부에 노출된 특별한 레퍼런스 부재를 사용하지 않고, 위치 검출용 카메라의

촬상범위의 기준위치에 대해 측정이 용이하게 된다.

  또, 상기 옵셋 측정용 카메라는, 물체측 텔레센트릭 광학계를 가지고 있는 것이 바람직하다. 상기 구성에 의해, 위치 검출

용 카메라의 물체면의 위치나, 본딩 툴의 위치가 변동해도, 안정된 위치 측정이 가능하게 된다.

  또, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 그 측정범위중에서, 상기

본딩 툴을 더 이동시켜, 그 이동에 대응하는 옵셋 측정용 카메라의 촬상면상에서의 상기 본딩 툴의 상의 이동량을 측정하

고, 상기 본딩 툴의 이동량과 상기 본딩 툴의 상의 이동량에 기초하여 상기 옵셋 측정용 카메라의 배율을 산출하는 옵셋 측

정용 카메라 배율 산출 수단을 구비하는 것이 바람직하다.

  상기 구성에 의해, 옵셋 측정용 카메라의 공칭 배율이 아니고, 현실의 본딩 툴의 이동량 측정에 기초하여 실측 배율을 구

할 수 있고, 옵셋 산출의 정밀도를 향상할 수 있다.

  또, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정용 카메라

에 의한 상기 복수의 촬상소자의 미리 알고 있는 치수의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 배율을 산출하는 위

치 검출용 배율 산출 수단을 구비하는 것이 바람직하다.

  또, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정용 카메라

에 의한 상기 측정용 기준부재의 미리 알고 있는 치수의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 배율을 산출하는 위

치 검출용 카메라 배율 산출 수단을 구비하는 것이 바람직하다.

  상기 구성에 의해, 위치 검출용 카메라의 공칭 배율이 아니고, 촬상소자의 실치수 또는 측정용 기준부재의 실치수 측정에

기초하여 실측 배율을 구할 수 있고, 옵셋 산출의 정밀도를 향상할 수 있다.

  또, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 그 측정범위중에서, 상기

본딩 툴을 더 이동시켜, 그 이동에 대응하는 옵셋 측정용 카메라의 촬상면 위에서의 상기 본딩 툴의 상의 이동 방위를, 옵

셋 측정용 카메라의 촬상면에서 서로 직교하는 측정 기준축에 대해 측정하고, 상기 이동 수단의 서로 직교하는 이동 기준

축에 대한 상기 본딩 툴의 이동 방위와, 상기 본딩 툴의 상의 이동 방위에 기초하여, 상기 이동 수단의 이동 기준축과 상기

옵셋 측정용 카메라의 측정 기준축 사이의 상대적 경사를 산출하는 옵셋 측정용 카메라 경사 산출 수단을 구비하는 것이

바람직하다.

  상기 구성에 의해, 현실의 본딩 환경에서, 실제로 생기고 있는 본딩 툴의 이동 방위 측정에 기초하여, 이동 수단의 이동 기

준축과 옵셋 측정용 카메라의 측정 기준축 사이의 상대적 경사를 구할 수 있어, 옵셋 산출의 정밀도를 향상시킬 수 있다.

  또, 상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측

정용 카메라에 의한, 상기 옵셋 측정용 카메라의 촬상면에서 서로 직교하는 측정 기준축에 대한 상기 소자 배치축의 경사

의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상 기준축과 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정 기준축 사이의 상대적 경

사를 산출하는 위치 검출용 카메라 경사 산출 수단을 구비하는 것이 바람직하다.

  상기 구성에 의해, 현실의 본딩 환경에서, 실제로 생기고 있는 촬상소자의 소자 배치축에 대한 경사의 측정에 기초하여,

위치 검출용 카메라의 촬상 기준축과 옵셋 측정용 카메라의 측정 기준축 사이의 상대적 경사를 구할 수 있어, 옵셋 산출의

정밀도를 향상할 수 있다. 이 경우, 실측되는 촬상소자의 소자 배치축에 대한 경사에는, 촬상소자의 소자 배치축 자체가 옵
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셋 측정용 카메라의 측정 기준축에 대해 경사져 있는 성분과, 위치 검출용 카메라의 촬상 기준축 자체가 촬상면과 물체면

까지의 광로에서 뒤틀리는 성분을 포함하고, 말하자면 위치 검출용 카메라에 대한 종합적인 촬상 기준축의 경사를 도시하

고 있다.

  또, 본 발명에 관계되는 본딩 장치에서의 옵셋 측정방법은, 본딩 작업면 위의 피본딩부품의 위치를 검출하는 위치 검출용

카메라와, 상기 위치 검출용 카메라와 옵셋을 가지고 배치되는 본딩 툴과, 상기 위치 검출용 카메라와 상기 본딩 툴을 일체

로 하여 상기 본딩 작업면에 평행한 면내에서 이동시키는 이동 수단과, 상기 본딩 작업면에 관하여, 상기 위치 검출용 카메

라 및 상기 본딩 툴과 반대측에 배치되어, 상기 본딩 작업면측을 향하는 옵셋 측정용 카메라를 포함하는 본딩 장치에서의

상기 옵셋을 측정하는 옵셋 측정방법으로서, 상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를 상기 옵셋 측정용 카메라

의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정용 카메라에 의한 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면의 관찰에 기초하여, 상기

위치 검출용 카메라의 촬상면내에서의 촬상범위의 기준위치를 측정하는 촬상위치 측정 공정과, 상기 이동 수단에 의해, 상

기 본딩 툴을 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시켜, 상기 본딩 툴의 툴 위치를 상기 옵셋 측정용 카메라로 측정

하는 툴 위치 측정 공정과, 상기 촬상범위의 기준위치의 측정값과, 상기 툴 위치의 측정값에 기초하여 상기 옵셋을 산출하

는 옵셋 산출 공정을 구비하는 것을 특징으로 한다.

  또, 본 발명에 관계되는 본딩 장치에서의 옵셋 측정방법은, 본딩 작업면 위의 피본딩부품의 위치를 검출하는 위치 검출용

카메라와, 상기 위치 검출용 카메라와 옵셋을 가지고 배치되는 본딩 툴과, 상기 위치 검출용 카메라와 상기 본딩 툴을 일체

로 하여 상기 본딩 작업면에 평행한 면내에서 이동시키는 이동 수단과, 상기 위치 검출용 카메라의 내부에 설치된 부재로

서, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내에서의 촬상범위의 기준위치에 관련지어진 위치에서 또한 상기 위치 검출용 카메

라의 촬상면내와 다른 부재 설치위치에 설치되고, 상기 위치 검출용 카메라의 광학계에 의해, 상기 부재 설치위치에 놓여

진 부재의 상이 상기 본딩 작업면을 향해서 투영되는 측정용 기준부재와, 상기 본딩 작업면에 관하여, 상기 위치 검출용 카

메라 및 상기 본딩 툴과 반대측에 배치되고, 상기 본딩 작업면측을 향하는 옵셋 측정용 카메라를 포함하는 본딩 장치에서

의 상기 옵셋을 측정하는 옵셋 측정방법으로서, 상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를 상기 옵셋 측정용 카메

라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정용 카메라에 의한 상기 측정용 기준부재의 위치의 관찰에 기초하여, 상기 위

치 검출용 카메라의 상기 촬상범위의 기준위치를 측정하는 촬상범위 측정 공정과, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을

상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시켜, 상기 본딩 툴의 툴 위치를 상기 옵셋 측정용 카메라로 측정하는 툴 위치

측정 공정과, 상기 촬상범위의 기준위치의 측정값과, 상기 툴 위치의 측정값에 기초하여 상기 옵셋을 산출하는 옵셋 산출

공정을 구비하는 것을 특징으로 한다.

  (발명의 실시형태)

  이하, 도면을 사용하여 본 발명에 관계되는 실시형태에 대해 상세히 설명한다. 도 1은, 옵셋 조정 기구를 구비한 본딩 장

치(10)의 블록도이다. 또한, 이하의 설명에서는, 본딩 장치로서 와이어본딩 장치에 대해 설명하는데, 와이어를 사용하지

않는 본딩 장치, 예를 들면 범프를 구비한 반도체 디바이스와 리드 프레임사이에서 와이어레스 본딩할 경우, 혹은 반도체

디바이스와 다른 부품, 예를 들면 다른 반도체 디바이스 등과의 사이에서 정확한 위치 결정하에서 다이 본딩할 경우 등에

도 적용할 수 있다.

  도 1에서, 본딩 장치(10)는, 본딩 헤드(12)와 본딩 헤드를 수평면내에서 이동시키는 이동기구(14), 리드 프레임 등을 반

송하는 반송 기구(16), 후술하는 옵셋을 측정하기 위한 옵셋 측정용 카메라(18), 및 각 구성 요소를 전체로서 제어하는 제

어 블록(20)을 구비한다.

  본딩 헤드(12)에는, 카메라 홀더(22)를 통하여 위치 검출용 카메라(24)가 부착되고, 또, 본딩 암(26)을 통하여 본딩 툴

(28)이 부착된다. 위치 검출용 카메라(24)는, 본딩 대상의 본딩 개소의 위치를 검출하는 카메라로, 그 물체면은 본딩 대상

의 표면에 설정된다. 본딩 툴(28)은, 가는 와이어를 삽입 통과시켜 유지하는 통 형상의 캐필러리이며, 본딩 암(26)에 의해

상하 방향으로 이동 가능하다. 본딩 툴(28)에는, 도시되어 있지 않은 초음파 트랜스듀서로부터 본딩 에너지가 공급된다.

  위치 검출용 카메라(24)와 본딩 툴(28)은, 서로 옵셋을 가지고 배치되고, 그 옵셋을 유지하면서, 본딩 헤드(12)와 일체로

서 이동기구(14)에 의해 수평면내에서 이동 가능하다.

  반송 기구(16)는, 예를 들면 LSI칩이 다이 본딩된 리드 프레임 등의 피본딩부품(30)을 캐리어에 탑재하고, 본딩 툴(28)의

하방의 본딩 작업 영역으로 반송하는 기구이다.
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  제어 블록(20)은, 각 구성 요소의 동작 제어를 행하는 기능을 가지고, 일반적인 컴퓨터로 구성할 수 있다. 피본딩부품(30)

에 대해 와이어본딩을 행하는 제어 이외에, 위치 검출용 카메라(24)와 본딩 툴(28) 사이의 옵셋을 산출하고, 보정을 행하는

기능을 갖는다.

  제어 블록(20)은, 옵셋 산출을 위해, 위치 검출용 카메라(24)의 촬상면의 기준위치를 구하는 촬상위치 측정부(42), 본딩

툴의 위치를 구하는 툴 위치 측정부(44), 옵셋을 산출하여 보정하는 옵셋 산출부(46), 옵셋 측정용 카메라(18)의 배율을 산

출하는 제 1 배율 산출부(48), 위치 검출용 카메라(24)의 배율을 산출하는 제 2 배율 산출부(49), 이동기구(14)의 이동 기

준축과 옵셋 측정용 카메라(18)의 측정 기준축 사이의 경사를 구하는 제 1 경사 산출부(50), 위치 검출용 카메라(24)의 촬

상 기준축과 옵셋 측정용 카메라(18)의 측정 기준축 사이의 경사를 요구하는 제 2 경사 산출부(52), 및 이동기구(14)의 이

동을 제어하는 이동기구 제어부(54)를 구비한다.

  도 2는, 본딩 장치(10)의 부분 사시도로, 옵셋 측정에서의 모양을 개념적으로 도시하는 도면이다. 도면에서, 반송 기구를

생략하고, 피본딩부품의 표면에 대응하는 본딩 작업면(60)을 2점 쇄선으로 도시했다. 또한, 반송 장치는, 옵셋 측정에서 퇴

피시켜도 좋고, 또는, 위치 검출용 카메라(24)를 반송 장치와 간섭되지 않는 위치에 배치하고, 옵셋 측정에서도 반송 장치

를 퇴피하지 않는 것으로 할 수도 있다. 위치 검출용 카메라(24)의 물체면은 이 본딩 작업면(60) 위에 맞도록 설정되고, 또,

본딩 툴(28)이 본딩 작업을 행할 때는 그 선단이 역시 본딩 작업면(60) 위까지 강하하도록 설정된다. 도면에서 도시하는 바

와 같이, 위치 검출용 카메라(24)와 본딩 툴(28)과는 옵셋(62)을 가지고 본딩 작업면(60)에 관해 동일 측에 배치되어, 옵셋

측정용 카메라(18)는, 본딩 작업면(60)에 관해 그 반대측에 배치된다.

  위치 검출용 카메라(24)는, 본딩 작업면을 향하는 촬상 카메라이다. 위치 검출용 카메라(24)는, 원통 형상의 거울통의 내

부에, 2차원 배치된 복수의 촬상소자(70)가 설치된 촬상면(72)과, 촬상면(72)을 상(像)면으로 하고, 본딩 작업면(60)을 물

체면으로 하는 광학렌즈(74)를 구비한다. 여기서 물체면이란, 광학계에 있어서의 물체면인 것으로, 그 광학계를 설계할 때

에 관찰하는 물체가 배치되는 것을 전제로 한 면을 가리킨다. 즉, 물체면 위에 점광원을 배치하면, 그 광원으로부터 발생된

광은 촬상면에 그 광학계의 설계 사양을 만족하는 크기의 점상(点像)으로 되어서 집광하므로, 물체면 위에 피관찰물체를

배치하면, 가장 정밀도 좋게 관찰할 수 있다. 광학렌즈(74)는, 단일의 렌즈로도 좋지만, 복수의 렌즈 및 필터 등의 광학부품

을 조합한 광학계로 구성할 수도 있다. 광학렌즈(74)는, 촬상면(72) 위의 복수의 촬상소자(70)의 상(78)을, 광로(76)에 의

해 본딩 작업면(60)에 형성하는 기능을 갖는다.

  옵셋 측정용 카메라(18)는, 위치 검출용 카메라(24)와는 별도로 설치되고, 본딩 작업면(60)을 향하는 카메라이며, 그 물

체면은, 본딩 작업면(60) 위에 설정된다. 옵셋 측정용 카메라(18)는, 원통 형상의 경통의 내부에, 2차원 배치된 복수의 촬

상소자(80)가 설치된 촬상면(82)과, 촬상면(82)을 상면으로 하여, 본딩 작업면(60)을 물체면으로 하는 광학렌즈(84)를 구

비한다. 광학렌즈(84)는, 단일의 렌즈로도 좋지만, 복수의 렌즈 및 필터 등의 광학부품을 조합한 광학계로 구성할 수 있다.

광학렌즈(84)는, 본딩 작업면(60)의 위에 형성되어 있는 상을, 광로(86)에 의해, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)에

투영하는 기능을 갖는다. 촬상소자(80)는, 투영된 상을 검출하여, 제어 블록(20)의 촬상위치 측정부(42)에 출력하는 기능

을 갖는다. 도면의 예에서는, 본딩 작업면(60)의 위에 형성되어 있는, 위치 검출용 카메라(24)의 복수의 촬상소자(70)의 상

(78)이, 광로(86)에 의해, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)에 투영되어, 촬상소자(80)에 의해 검출된다.

  도 3은, 옵셋 측정용 카메라(18)에 의해 위치 검출용 카메라(24)의 촬상소자를 검출하는 모양을 광학경로에 의해 설명하

는 도면이다. 우선, 이동기구에 의해 본딩 헤드를 이동시키고, 위치 검출용 카메라(24)를 옵셋 측정용 카메라(18)의 시야,

즉 측정범위로 이동한다. 그 상태에서, 도면에 도시하는 바와 같이, 위치 검출용 카메라(24)의 광학렌즈(74)에 의한 광학경

로는, 상면을 촬상면(72)에, 물체면을 본딩 작업면(60)에 가지도록 설정되므로, 촬상면(72) 위의 촬상소자(70)는, 광학렌

즈(74)에 의해 광로(76)을 통과하여, 본딩 작업면(60) 위에 상을 맺는다. 또, 옵셋 측정용 카메라(18)의 광학렌즈(84)에 의

한 광학경로는, 상면을 촬상면(82)에, 물체면을 본딩 작업면에 가지도록 설정되므로, 본딩 작업면(60) 위의 상은, 광학렌즈

(84)에 의한 광로(86)을 통과하여, 촬상소자(80)의 위에 투영된다. 이렇게 하여, 2개의 카메라의 물체면을 일치시킴으로

써, 위치 검출용 카메라(24)의 촬상소자의 상(70)을, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상소자(80)로 검출할 수 있다.

  도 4는, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)내에서의 촬상소자(80)에서, 위치 검출용 카메라(24)의 촬상소자의 상(70)

이 투영되는 모양을 도시하는 도면이다.

  도 5는, 옵셋 측정용 카메라(18)에 의해 본딩 툴(28)의 선단을 검출하는 모양을 광학경로에 의해 설명하는 도면이다. 우

선, 이동기구에 의해 본딩 헤드를 이동시키고, 본딩 툴(28)을 옵셋 측정용 카메라(18)의 시야, 즉 측정범위로 이동하고, 본

딩 암을 하강시켜서, 본딩 툴(28)의 선단이 본딩 작업면(60) 위에 오도록 한다. 상기한 바와 같이, 옵셋 측정용 카메라(18)

의 광학렌즈(84)에 의한 광학경로는, 상면을 촬상면(82)에, 물체면을 본딩 작업면에 갖도록 설정된다. 따라서, 본딩 작업면
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(60) 위에 있는 본딩 툴(28)의 선단은, 광학렌즈(84)에 의한 광로(86)를 통과하여, 촬상소자(80)의 위에 상을 형성한다. 이

렇게 하여, 본딩 툴(28)의 선단을 옵셋 측정용 카메라(18)의 물체면에 맞춤으로써, 본딩 툴의 선단의 상(28)을, 옵셋 측정

용 카메라(18)의 촬상소자(80)로 검출할 수 있다.

  도 6은, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)내에서의 촬상소자(80)에서, 본딩 툴(28)의 선단이 투영되는 모양을 도시

하는 도면이다.

  또한, 상기의 설명에서, 광학렌즈(74)의 물체면과 광학렌즈(84)의 물체면이 일치하는 것으로 했는데, 이러한 광학렌즈

(74), 광학렌즈(84) 대신에, 물체측 텔레센트릭 광학계를 사용할 수 있다. 물체측 텔레센트릭 렌즈 또는 물체측 텔레센트릭

광학계란, 결상하는 주광선이 렌즈의 후측 초점을 통과하게 한 광학계로, 결상면으로의 대향 방향의 위치 어긋남에 대한

허용 범위가 넓고, 특히 평행광인 투과광으로 조사한 경우에 물체 위치가 변동해도 상의 크기, 즉 광축으로부터의 거리가

변화되지 않는 것으로 알려져 있다. 이 물체측 텔레센트릭 광학계를 사용함으로써, 위치 검출용 카메라(24) 및 옵셋 측정

용 카메라(18)의 상대 위치가 본딩 작업면(60)에 대해 변동해도, 검출해야 할 상((70), (28))의 크기를 거의 변화시키지 않

고, 옵셋 측정용 카메라(18)에 의해 상을 검출할 수 있다.

  다음에, 상기 구성에서, 옵셋 측정용 카메라(18)를 사용하여 위치 검출용 카메라(24)와 본딩 툴(28) 사이의 옵셋을 측정

하는 방법을, 도 7의 플로차트와, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상소자(80) 위에서의 상의 모양을 도시하는 도 8을 사용하

여 설명한다.

  우선, 위치 검출용 카메라(24)를, 옵셋 측정용 카메라(18)의 측정범위로 이동한다(S10). 이동은, 제어 블록(20)의 이동기

구제어부(54)에 의해 이동기구(14)를 제어해서 행한다. 이 상태에서, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)의 촬상소자

(80)에서, 위치 검출용 카메라(24)의 촬상면(72)내의 촬상소자의 상(70)이 도 8에 도시하는 바와 같이 투영된다. 투영된

상은, 촬상소자(80)에 의해 검출되어서, 그 데이터가 제어 블록(20)의 촬상위치 측정부(42)에 입력된다.

  다음에, 촬상위치 측정부(42)에서 위치 검출용 카메라(24)의 촬상범위의 기준위치가 측정된다(S12). 위치 검출용 카메라

(24)의 촬상범위는, 2차원 배치된 촬상소자(70)의 배치된 위치이므로, 예를 들면, 2차원 배치된 촬상소자(70)의 중심위치

를 촬상범위의 기준위치로 할 수 있다. 기준위치를 구하는데는, 촬상소자(70)의 인식하기 쉬운 다른 위치, 예를 들면 좌하

의 코너의 점의 위치 등을 측정하고, 미리 알려져 있는 2차원으로 배치된 촬상소자 전체의 치수 및 위치 검출용 카메라(24)

의 배율에 기초하여, 촬상소자의 중심위치를 산출하는 등의 대응붙임 계산에 의해 행할 수 있다.

  도 8에서, 이동기구(14)의 이동 기준축을 Xo, Yo 로 하고, 옵셋 측정용 카메라(18)의 측정 기준축을 XM, YM으로 하고, 투

영된 위치 검출용 카메라(24)의 촬상면의 촬상 기준축을 Xc, Yc로 하여 도시했다. 위치 검출용 카메라(24)의 촬상면내에서

의 촬상소자의 배치 기준축(XD, YD)는, 촬상 기준축을 Xc, Yc와 일치하고 있는 것으로 한다. 여기에서, 옵셋 측정용 카메라

(18)의 측정 기준축의 원점을 OM으로 하고, 투영된 위치 검출용 카메라(24)의 촬상소자의 상(70)에 대한 배치 기준축의

원점을 Oc로하면, (Oc-0M)에 의해, 측정 기준축(XM, YM )에 대한 위치 검출용 카메라(24)의 기준위치가 측정된다. 측정된

위치 검출용 카메라(24)의 기준위치는, 제어 블록(20)의 옵셋 산출부(46)에 입력된다.

  다음에, 본딩 툴(28)을, 옵셋 측정용 카메라(18)의 측정범위로 이동한다(S14). 이동기구 제어부(54)에 의해 이동기구

(14)를 제어하고, 이동기구(14)의 이동 기준축(Yo) 방향을 따라, 공칭의 옵셋 Lo만큼 이동한다. 여기에서 공칭의 옵셋 Lo

란, 위치 검출용 카메라(24)를 기준으로 한 본딩 툴(18)과 위치 검출용 카메라 사이에 설치된 공칭의 거리이다. 이 상태에

서, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)의 촬상소자(80)에 있어서, 본딩 툴의 선단의 상(28)이 도 8에 도시하는 바와 같

이 투영된다. 투영된 상은, 촬상소자(80)에 의해 검출되어서, 그 데이터가 제어 블록(20)의 툴 위치 측정부(44)에 입력된

다.

  다음에, 툴 위치 측정부(44)에서, 본딩 툴(28)의 툴 위치가 측정된다(S16). 도 8에서, 투영된 본딩 툴의 선단의 상(28)의

중심점을 OB로 하면, (OB-OM) 에 의해, 측정 기준축(XM, YM)에 대한 툴 위치가 측정된다. 측정된 툴 위치는, 제어 블록

(20)의 옵셋 산출부(46)에 입력된다.
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  상기의 S10, S12의 공정과, S14, S16의 공정은, 순서를 역으로 해도 된다. 어떻든, 위치 검출용 카메라(24)에서의 촬상범

위의 기준위치의 측정 결과와, 툴 위치의 측정 결과가 옵셋 산출부(46)에 입력되고, 이들에 기초하여, 실제의 옵셋(L)이 산

출된다(S18). 실제의 옵셋(L)은, 측정 기준축(XM, YM)에 대한 위치 검출용 카메라(24)의 기준위치(OC-OM)와, 툴 위치

(OB-OM)와, 공칭의 옵셋(L o)(이동 거리)을, 이동 기준축(Xo, Yo)을 기준으로 한 값으로 변환하는 것으로 산출할 수 있다.

  예를 들면, 이제 이동 기준축(Xo, Yo)과 배치 기준축(XD, YD), 측정 기준축(XM, YM)과가 전부 일치하고 있다고 하고, 위

치 검출용 카메라(24)의 배율이 1배, 옵셋 측정용 카메라(18)의 배율도 1배라는 가장 간단할 경우에 대해서 설명한다. 이

경우에서 모든 좌표계가 일치하고 있으므로, (OC-OM), (OB-OM ), Lo를 벡터라고 하면, 벡터로 표시되는 옵셋(L)은, Lo +

(OB-OM)로 주어진다. 이제부터, 옵셋 보정(S20)은, L-Lo = (OB-OM)로 주어진다.

  실제로는, (OC-OM)에 대해서는, 측정 기준축(XM, YM)에 대한 촬상 기준축(Xc, Yc)의 경사, 촬상 기준축(Xc, Yc)에 대한

배치 기준축(XD, Y D)의 경사, 위치 검출용 카메라(24)의 배율, 옵셋 측정용 카메라(18)의 배율의 보정이 필요하고, (OB-

OM)에 대해서는, 이동 기준축(Xo, Yo)에 대한 측정 기준축(XM, YM)의 경사, 옵셋 측정용 카메라(18)의 배율의 보정이 필

요하다. 이들 각 기준축간의 경사의 산출, 배율의 산출에 대해서는 후술한다.

  도 9는, 다른 실시형태에서의 옵셋 측정용 카메라(18)에 의해 위치 검출용 카메라(25)의 촬상범위의 기준위치를 검출하

는 모양을 광학경로에 의해 설명하는 도면이다. 도면에서, 위치 검출용 카메라(25)는, 측정용 기준부재(90)와 하프 미러

(92)를 내장하고 있다. 측정용 기준부재(90)는, 위치 검출용 카메라(25)의 촬상면(72)내에서의 촬상범위의 기준위치, 예를

들면 촬상소자(70)의 중심위치에 관련지어진 위치에서, 또한 위치 검출용 카메라(25)의 촬상면(72)내와 상이한 부재 설치

위치에 설치된다. 예를 들면, 촬상소자(70)로부터 하프 미러(92)까지의 광로 길이가, 측정용 기준부재(90)로부터 하프 미

러(92)까지의 광로 길이와 동일해지는 위치에 부재 설치위치가 설정된다. 그리고, 하프 미러(92)에 의해, 부재 설치위치에

놓인 측정용 기준부재(90)의 상이, 광로(94)를 통과하여, 본딩 작업면(60)을 향해서 투영된다.

  상기한 바와 같이, 옵셋 측정용 카메라(18)의 광학렌즈(84)에 의한 광학경로는, 상면을 촬상면(82)에, 물체면을 본딩 작

업면에 갖도록 설정되므로, 본딩 작업면(60)에 투영된 측정용 기준부재의 상은, 광학렌즈(84)에 의한 광로(96)를 통과하

여, 촬상소자(80)의 위에 투영된다.

  도 10은, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)내에서의 촬상소자(80)에 있어서, 측정용 기준부재의 상(90)이 투영되는

모양을 도시하는 도면이다. 투영된 측정용 기준부재의 상(90)은, 제어 블록(20)의 촬상위치 측정부(42)에 입력되어, 측정

용 기준부재(90)와, 촬상소자의 중심 위치와의 대응관계에 기초하여, 위치 검출용 카메라(24)의 촬상범위의 기준위치로

환산된다.

  이렇게 하여, 예를 들면, 위치 검출용 카메라의 촬상면내의 상이 부정형 등이며, 도 3, 도 4에서 설명한 방법에서는 위치

검출용 카메라의 촬상범위의 기준위치가 정확하게 측정하기 어려울 경우라도, 측정용 기준부재의 상을 검출함으로써, 위

치 검출용 카메라의 촬상범위의 기준위치를 정확하게 측정할 수 있다.

  옵셋 측정용 카메라(18)의 실제의 배율은, 아래와 같이 하여 측정된다. 우선, 본딩 툴(28)을, 옵셋 측정용 카메라(18)의

측정범위로 이동한다. 이 공정은 도 7에서의 S14와 동일한 수순으로 행할 수 있다. 이 상태에서, 옵셋 측정용 카메라(18)

의 촬상면(82)의 촬상소자(80)에서, 본딩 툴의 선단의 상(28)이 도 8에 도시하는 바와 같이 투영된다. 그래서, 이동기구

(14)에 의해 본딩 툴(28)을 소정 거리 더 이동시킨다. 이 소정 거리를 do로 한다. 그 이동에 대응하는 옵셋 측정용 카메라

(18)의 촬상소자(80) 위에서의 본딩 툴의 상(28)의 이동량(d1)을 측정한다. 이들 값은, 제어 블록(20)의 제 1 배율 산출부

(48)에 입력된다. 제 1 배율 산출부(48)에서는, n1 = d1/do 를 산출하고, 이것을 옵셋 측정용 카메라(18)의 배율로 하고, 옵

셋 산출부(46) 등의 계산을 위해 제공한다.

  위치 검출용 카메라(24)의 실제의 배율은, 이하와 같이 하여 측정된다. 우선, 위치 검출용 카메라(24)를, 옵셋 측정용 카

메라(18)의 측정범위로 이동한다. 이 공정은 도 7에서의 S10과 동일한 수순으로 행할 수 있다. 이 상태에서, 옵셋 측정용

카메라(18)의 촬상면(82)의 촬상소자(80)에서, 위치 검출용 카메라(24)의 촬상면(72)내의 촬상소자의 상(70)이 도 8에 도

시하는 바와 같이 투영된다. 촬상소자의 상(70)의 치수, 예를 들면 세로의 치수(c1)를 옵셋 측정용 카메라(18)에 의해 측정
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한다. 2차원 배치된 촬상소자(70)의 세로의 실치수(co)는 미리 알고 있고, 또, 옵셋 측정용 카메라(18)의 배율(n1)도 상기

와 같이 산출되어 있다. 이들 값은, 제어 블록(20)의 제 2 배율 산출부(49)에 입력된다. 제 2 배율 산출부(49)에서는,

n2=(co*n1)/c1을 산출하고, 이것을 위치 검출용 카메라(24)의 배율로 하여, 옵셋 산출부(46) 등의 계산을 위해 제공한다.

  또, 도 9에서 설명한 측정용 기준부재(90)를 사용하여, 위치 검출용 카메라(24)의 실제의 배율을 측정할 수도 있다. 이 경

우는, 우선, 위치 검출용 카메라(24)를, 옵셋 측정용 카메라(18)의 측정범위로 이동한다. 이 공정은 도 7에서의 S10과 동일

한 수순으로 행할 수 있다. 이 상태에서, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)의 촬상소자(80)에 있어서, 위치 검출용 카

메라(24)에 내장되는 측정용 기준부재의 상(90)이 도 10에 도시하는 바와 같이 투영된다. 측정용 기준부재의 상(90)의 치

수, 예를 들면 그 직경의 치수(b1)를 옵셋 측정용 카메라(18)에 의해 측정한다. 측정용 기준부재(90)의 직경의 실치수(bo)

는 미리 알고 있고, 또, 옵셋 측정용 카메라(18)의 배율(n1)도 상기한 바와 같이 산출되어 있다. 이들 값은, 제어 블록(20)의

제 2 배율 산출부(49)에 입력된다. 제 2 배율 산출부(49)에서는, n2=(bo*n1)/b1을 산출하고, 이것을 위치 검출용 카메라

(24)의 배율로 하여 옵셋 산출부(46) 등의 계산을 위해 제공한다.

  도 11은, 이동 기준축(Xo, Yo)과 측정 기준축(XM, YM) 사이의 경사를 도시하는 도면이다. 우선, 본딩 툴(28)을, 옵셋 측정

용 카메라(18)의 측정범위로 이동한다. 이 상태에서, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)의 촬상소자(80)에 있어서, 본

딩 툴의 선단의 상(28)이 도 11에 도시하는 바와 같이 투영된다. 이 순서는, 도 7의 S14의 공정, 또는, 상기의 배율을 구하

는 처음 부분의 공정과 동일하다. 다음에, 이동 기준축의 한 쪽 방향, 예를 들면 Xo 방향으로 본딩 툴(28)을 이동한다. 그

때의 본딩 툴의 선단의 상(28)의 이동 방향을 도면에서 파선으로 나타냈다.

  이 이동 방향의 방위를 측정 기준축(XM, YM)에 대해 측정하고, 제어 블록(20)의 제 1 경사 산출부(50)에 입력한다. 제 1

경사 산출부(50)에서는, 이동 방위를 산출하고, 이동 기준축(Xo, Yo)과 측정 기준축(XM, YM) 사이의 경사를 θ1로 하여, 옵

셋 산출부(46) 등의 계산을 위해 제공한다.

  도 12는, 측정 기준축(XM, YM)과 배치 기준축(XD, YD) 사이의 경사를 구하는 모양을 도시하는 도면이다. 실제로는 측정

기준축(XM, YM)에 대한 촬상 기준축(X c, Yc)의 경사, 촬상 기준축(Xc, Yc)에 대한 배치 기준축(XD, Y D)의 경사가 있지만,

후자는, 미리 알려져 있으므로, 측정 기준축(XM, YM)과 배치 기준축(XD, Y D) 사이의 경사를 구하는 것으로 옵셋 산출의

계산에는 충분하다. 우선, 위치 검출용 카메라(24)를, 옵셋 측정용 카메라(18)의 측정범위로 이동한다. 이 공정은 도 7에서

의 S10과 동일한 수순으로 행할 수 있다. 이 상태에서, 옵셋 측정용 카메라(18)의 촬상면(82)의 촬상소자(80)에 있어서, 위

치 검출용 카메라(24)의 촬상면(72)내의 촬상소자의 상(70)이 도 12에 도시하는 바와 같이 투영된다.

  여기에서, 촬상소자의 배치 기준축의 경사를, 측정 기준축(XM, YM)과에 대해 측정하고, 제어 블록(20)의 제 2 경사 산출

부(52)에 입력한다. 제 2 경사 산출부(52)에서는, 경사각을 산출하고, 측정 기준축(XM, YM)과 배치 기준축(XD , YD)과의

사이의 경사를 θ2로 하여, 옵셋 산출부(46) 등의 계산을 위해 제공한다.

발명의 효과

  본 발명에 관계되는 옵셋 측정기구 및 옵셋 측정방법에 의하면, 옵셋 측정을 장기적으로 안정하게 행할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  본딩 작업면 위의 피본딩부품의 위치를 검출하는 위치 검출용 카메라와, 상기 위치 검출용 카메라와 옵셋을 가지고 배치

되는 본딩 툴과, 상기 위치 검출용 카메라와 상기 본딩 툴을 일체로 하여 상기 본딩 작업면에 평행한 면내에서 이동시키는

이동 수단을 포함하는 본딩 장치에서의 상기 옵셋을 측정하는 옵셋 측정기구로서,

  상기 본딩 작업면에 관하여, 상기 위치 검출용 카메라 및 상기 본딩 툴과 반대측에 배치되고, 상기 본딩 작업면측을 향하

는 옵셋 측정용 카메라와,
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  상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정

용 카메라에 의한 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내에서의 촬상

범위의 기준위치를 구하는 촬상위치 측정 수단과,

  상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시켜, 상기 본딩 툴의 툴 위치를 상기

옵셋 측정용 카메라로 측정하는 툴 위치 측정 수단과,

  상기 구해진 촬상범위의 기준위치의 측정값과, 상기 툴 위치의 측정값에 기초하여 상기 옵셋을 산출하는 옵셋 산출 수단

을 구비한 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구.

청구항 2.

  제 1 항에 있어서, 상기 위치 검출용 카메라는, 상기 촬상면의 서로 직교하는 촬상 기준축의 방향과 관련지어지는 서로 직

교하는 소자 배치축의 방향에 2차원 배치된 복수의 촬상소자를 가지고, 상기 촬상범위의 기준위치는, 상기 복수 촬상소자

의 2차원 배치의 기준위치인 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구.

청구항 3.

  본딩 작업면 위의 피본딩부품의 위치를 검출하는 위치 검출용 카메라와, 상기 위치 검출용 카메라와 옵셋을 가지고 배치

되는 본딩 툴과, 상기 위치 검출용 카메라와 상기 본딩 툴을 일체로 하여 상기 본딩 작업면에 평행한 면내에서 이동시키는

이동 수단을 포함하는 본딩 장치에서의 상기 옵셋을 측정하는 옵셋 측정기구로서,

  상기 위치 검출용 카메라의 내부에 설치된 부재로서, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내에서의 촬상범위의 기준위치에

관련지어진 위치에서 또한 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내와 다른 부재 설치위치에 설치되어, 상기 위치 검출용 카메

라의 광학계에 의해, 상기 부재 설치위치에 놓여진 부재의 상이 상기 본딩 작업면을 향해서 투영되는 측정용 기준부재와,

  상기 본딩 작업면에 관하여, 상기 위치 검출용 카메라 및 상기 본딩 툴과 반대측에 배치되어, 상기 본딩 작업면측을 향하

는 옵셋 측정용 카메라와,

  상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정

용 카메라에 의한 상기 측정용 기준부재의 위치의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 상기 촬상범위의 기준위치

를 구하는 촬상범위 측정 수단과,

  상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시켜, 상기 본딩 툴의 툴 위치를 상기

옵셋 측정용 카메라로 측정하는 툴 위치 측정 수단과,

  상기 구해진 촬상범위의 기준위치와, 상기 툴 위치의 측정값에 기초하여 상기 옵셋을 산출하는 옵셋 산출 수단을 구비한

것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구.

청구항 4.

  제 1 항 내지 제 3 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 위치 검출용 카메라의 물체면과, 상기 옵셋 측정용 카메라의 물체면이

대략 일치하는 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구.

청구항 5.

  제 1 항 내지 제 3 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 옵셋 측정용 카메라는, 물체측 텔레센트릭 광학계를 가지고 있는 것을

특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구.
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청구항 6.

  제 1 항 내지 제 3 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범

위로 이동시키고, 그 측정범위중에서, 상기 본딩 툴을 더 이동시켜, 그 이동에 대응하는 옵셋 측정용 카메라의 촬상면 위에

서의 상기 본딩 툴의 상의 이동량을 측정하고, 상기 본딩 툴의 이동량과 상기 본딩 툴의 상의 이동량에 기초하여 상기 옵셋

측정용 카메라의 배율을 산출하는 옵셋 측정용 카메라 배율 산출 수단을 구비한 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋

측정기구.

청구항 7.

  제 2 항에 있어서, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋

측정용 카메라에 의한 상기 복수의 촬상소자의 미리 알고 있는 치수의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 배율

을 산출하는 위치 검출용 카메라 배율 산출 수단을 구비한 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구.

청구항 8.

  제 3 항에 있어서, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋

측정용 카메라에 의한 상기 측정용 기준부재의 미리 알고 있는 치수의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 배율

을 산출하는 위치 검출용 카메라 배율 산출 수단을 구비한 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구.

청구항 9.

  제 1 항 내지 제 3 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범

위로 이동시키고, 그 측정범위중에서, 상기 본딩 툴을 더 이동시켜, 그 이동에 대응하는 옵셋 측정용 카메라의 촬상면 위에

서의 상기 본딩 툴의 상의 이동 방향을, 옵셋 측정용 카메라의 촬상면에서 서로 직교하는 측정 기준축에 대해 측정하고, 상

기 이동 수단의 서로 직교하는 이동 기준축에 대한 상기 본딩 툴의 이동 방향과, 상기 본딩 툴의 상의 이동 방위에 기초하

여, 상기 이동 수단의 이동 기준축과 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정 기준축 사이의 상대적 경사를 산출하는 옵셋 측정용

카메라 경사 산출 수단을 구비한 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정기구.

청구항 10.

  제 2 항에 있어서, 상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를, 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키

고, 상기 옵셋 측정용 카메라에 의한, 상기 옵셋 측정용 카메라의 촬상면에서 서로 직교하는 측정 기준축에 대한 상기 소자

배치축의 경사의 측정에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상 기준축과 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정 기준축 사

이의 상대적 경사를 산출하는 위치 검출용 카메라 경사 산출 수단을 구비한 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측

정기구.

청구항 11.

  본딩 작업면 위의 피본딩부품의 위치를 검출하는 위치 검출용 카메라와, 상기 위치 검출용 카메라와 옵셋을 가지고 배치

되는 본딩 툴과, 상기 위치 검출용 카메라와 상기 본딩 툴을 일체로 하여 상기 본딩 작업면에 평행한 면내에서 이동시키는

이동 수단과, 상기 본딩 작업면에 관하여, 상기 위치 검출용 카메라 및 상기 본딩 툴과 반대측에 배치되어, 상기 본딩 작업

면측을 향하는 옵셋 측정용 카메라를 포함하는 본딩 장치에서의 상기 옵셋을 측정하는 옵셋 측정방법으로서,
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  상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정

용 카메라에 의한 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면의 관찰에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내에서의 촬상

범위의 기준위치를 측정하는 촬상위치 측정 공정과,

  상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시켜, 상기 본딩 툴의 툴 위치를 상기

옵셋 측정용 카메라로 측정하는 툴 위치 측정 공정과,

  상기 촬상범위의 기준위치의 측정값과, 상기 툴 위치의 측정값에 기초하여 상기 옵셋을 산출하는 옵셋 산출 공정을 구비

하는 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정방법.

청구항 12.

  본딩 작업면 위의 피본딩부품의 위치를 검출하는 위치 검출용 카메라와, 상기 위치 검출용 카메라와 옵셋을 가지고 배치

되는 본딩 툴과, 상기 위치 검출용 카메라와 상기 본딩 툴을 일체로 하여 상기 본딩 작업면에 평행한 면내에서 이동시키는

이동 수단과, 상기 위치 검출용 카메라의 내부에 설치된 부재로서, 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내에서의 촬상범위의

기준위치에 관련지어진 위치에서 또한 상기 위치 검출용 카메라의 촬상면내와 다른 부재 설치위치에 설치되어, 상기 위치

검출용 카메라의 광학계에 의해, 상기 부재 설치위치에 놓여진 부재의 상이 상기 본딩 작업면을 향해서 투영되는 측정용

기준부재와, 상기 본딩 작업면에 관하여, 상기 위치 검출용 카메라 및 상기 본딩 툴과 반대측에 배치되어, 상기 본딩 작업

면측을 향하는 옵셋 측정용 카메라를 포함하는 본딩 장치에서의 상기 옵셋을 측정하는 옵셋 측정방법으로서,

  상기 이동 수단에 의해, 상기 위치 검출용 카메라를 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시키고, 상기 옵셋 측정

용 카메라에 의한 상기 측정용 기준부재의 위치의 관찰에 기초하여, 상기 위치 검출용 카메라의 상기 촬상범위의 기준위치

를 측정하는 촬상범위 측정 공정과,

  상기 이동 수단에 의해, 상기 본딩 툴을 상기 옵셋 측정용 카메라의 측정범위로 이동시켜, 상기 본딩 툴의 툴 위치를 상기

옵셋 측정용 카메라로 측정하는 툴 위치 측정 공정과,

  상기 촬상범위의 기준위치의 측정값과, 상기 툴 위치의 측정값에 기초하여 상기 옵셋을 산출하는 옵셋 산출 공정을 구비

하는 것을 특징으로 하는 본딩 장치에서의 옵셋 측정방법.
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